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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国宇航技术及其应用标准化技术委员会(SAC/TC425)提出并归口。
本文件起草单位:中国空间技术研究院。
本文件主要起草人:谷瀚天、张伟、朱恒静、张延伟、匡潜玮、祝名、蒋晋东、张靓、王智彬。
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宇航用系统级封装(SiP)保证要求

1 范围

本文件规定了宇航用系统级封装(SiP)保证的基本要求、保证流程、工艺能力保证、器件保证、保证

结果的相关要求。
本文件适用于具有复杂功能结构的密封SiP器件的保证工作。其他集成了光电、微机电系统等复

杂结构的SiP器件参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T4589.1—2006 半导体器件 第10部分:分立器件和集成电路总规范

GB/T7826 系统可靠性分析技术 失效模式和影响分析(FMEA)程序

GB/T7829 故障树分析程序

GB/T25000.1 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第1部分:SQuaRE指南

GB/T28172 嵌入式软件质量保证要求

GB/T29074 宇航元器件鉴定要求

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T29074和GB/T25000.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1.1

系统级封装 systeminpackage;SiP
提供涉及一个系统或子系统功能,组装在一个单元中的不同功能元器件的集合。
注:一个SiP可选择性含有无源元件、微机电系统(MEMS)、光学元器件、其他封装体及器件。

3.1.2
工艺能力域及其边界 processcapabilitydomainanditsboundaries
由SiP生产厂确定的一定范围内的生产线要素,由过程确认文件(PID)固化,并通过规定的工艺能

力认可流程确定的工艺技术范畴。
注:工艺技术范畴应具有清晰的、可量化评价的界限。

3.1.3
工艺能力域评估 processcapabilityevaluation
SiP生产厂针对确定的工艺能力域及其边界,制定评估试验大纲,采用试验载体,按照规定要求开

展评估试验,并给出评估结论等工作的统称。
3.1.4

工艺能力域批准 processcapabilityapproval
针对生产线开展的,以生产线生产产品的工艺特性为表征,由具备规定资质的专业机构按照规定的
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